
Prüfprozesse und Prüfschärfe bei dresden elektronik
… hoch komplexes Thema … weit mehr als technische Probleme

Hier Darstellung
à der bei dresden elektronik verwendeten Prüf-Arbeitsgänge
à anhand des Zeitpunktes ihrer Einführung
à warum eingeführt
à der Randprobleme
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1993
Fertigung mit 3 Mitarbeitern

1-2 Prüf-Arbeitsgänge:
• Sichtprüfung
• evtl. Funktionsprüfung

2023
Fertigung mit 65 Mitarbeitern

• 13 Prüfarbeitsgänge F
• 6 Prüfarbeitsgänge FP
• 6 Prüfarbeitsgänge Q

http://www.dresden-elektronik.de


Ausgangspunkt

• Wareneingangsprüfung 100% der Lieferung
(meist) zertifizierte Lieferanten
Ident-Prüfung
teilweise Kontrolle der Stückzahl

• ein Mitarbeiter fertigt meist alle Arbeitsgänge
Handfertigung (Fritschplatz)
hohes Maß an Eigenkontrolle

• evtl. Funktionsprüfung abhängig von vertraglicher Regelung

• Randbedingungen kleine und mittlere Stückzahlen (1 … 50St.)
geringe Wiederholrate (aller 3 Monate … 2 Jahre)
permanenter Änderungsdienst (Baugruppen-Revisionen)
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Prüfarbeitsgänge: Ausgangspunkt
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Erste Schritte

1999: Fertigungsendkontrolle ohne AOI 100%-Prüfung
bzgl. Polung, THT-Bauteile, Lötqualität, Schäden, thermische Belastung
(später mit AOI Stichprobe nach DIN ISO 2859)

2002:
• Einführung Werker-Eigenkontrolle 

• SMD-Finish Heeb/Handfertigung: 100%
(später Siplace: nach Freigabe der 1. bestückten Bgr. à Stichproben

keine Fehlerbeseitigung durch die Bediener)
• THT-Finish 100% der Baugruppen

• eigener Bereich Qualitätssicherung
• Q-Prüfung IPC-A-610 Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

DIN ISO 2859 Stichproben mit einfacher Sichtprüfung
DIN-EN-10204-3.1 Prüfbescheinigungen (firmen-intern, von F unabhängig)

FEK↔Q, Rechte, permanente Besetzung, doppelte Vertretung
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Investition AOI

2007: AOI mit AOI-Programm 100%-Prüfung
zusätzlich Sichtkontrolle bzgl. Schäden/Verunreinigungen

organisatorische Probleme
à Zeitpunkt der Programmierung (anhand Gerberdaten, anhand 1. Baugruppe)
à personelle Abdeckung für Programmierung und für die laufende Produktion
à Absicherung der vertraglich vereinbarten Leistung
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Investition in Siplace-Linie

2009:
• Rüstkontrolle Roh-LP, LPS, Lotpaste/Kleber, dann Rüstung (jede Seite)
• Abnahme 1. SMD-Bgr. nach dem Reflowofen durch FEK (Vertreter mit Recht AOI / SMD-Hand)

gegen STL/OVL (4-Augen-Prinzip)

massive Lötprobleme
• Abnahme 1. gedruckte LP durch FEK / SMD-Bediener (4-Augen-Prinzip)

à organisatorische Lösungen:
Schablonen (Reinigung, Hängeregal)
Lotpaste (Lotpastenaufbereiter, Herstelldatum, Dosen-Öffnungszeit,

Abrakel-Dose, Entsorgung freitags, Reinigung Fehldrucke)
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Investition Selektivlackierung

2012:
• Prozessfreigabe Lack bei Schichtbeginn, Materialwechsel, größerer Prozessstörung

(Maschinenfähigkeit)
• Rüstkontrolle Lack bei jedem Fertigungsbeginn (und jedem Teillos)

T, rF, Lacksorte, Damm, Ventile, Nadeln, Kalibrierung der Dosiereinheiten
• Abnahme 1. lackierte Bgr. anhand Lackierplan im nicht getrockneten Zustand, jede Seite (evtl. UV-Licht) 

umfangreiches, diffiziles Fachwissen
à Grundlage: gewaschene Baugruppen
à Eigenschaften der Lack-Materialien (Eingrenzung)
à Aufnahmen, Lagerflächen für Trockenzeiten
à lackierfähige Konstruktion (Roh-LP, verwendete Bauelemente)
à Kunden-Richtlinien
à Lackierplan
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Selektivlackierung: Prozessfreigabe
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weitere Prüf-Arbeitsgänge

wegen SMD und Lack à Abnahme 1. THT-Bgr. (4-Augen-Prinzip)
à Abnahme 1. Frästeil (4-Augen-Prinzip)

Materialströme +  Überlastung Q à eigene Fertigungsendkontrolle Gerätebau (4-Augen-Prinzip)

Serienfehler à SMD-Zwischenkontrolle (>2.000St., 1x pro LP-Magazin, aller 1.000St.)

massive Erweiterung Prüffeld à Flying Probe
à Testplätze
à Hochspannungsprüfung
à Temperaturwechselprüfung (Kissenkontakte, BurnIn)
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Prüfarbeitsgänge: aktueller Zustand
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2021: Einführung BDE – papierlose Fertigung

BDE-Terminals an jedem Arbeitsplatz
technologische Disziplin
transparente Fertigung (Bearbeiter, Fertigungsbereich, Teilmengen)

à Auftragszentrum
à Kundenportal

Rückverfolgbarkeit
Erfassung der Prüfergebnisse in der FEK, Prüffeld und Q-Prüfung
Rückkopplung der Fertigungs-Mitarbeiter
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FA-Dashboard
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Rückverfolgbarkeit (FA-Details 1)
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Rückverfolgbarkeit (FA-Details 2)
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FPY (First Pass Yield)
für Zeitraum 07.11.22 bis 06.1123

• über alle Fertigungsaufträge
• Fertigungsendkontrolle 99,7%
• Prüffeld 91,8%

• Flying Probe 85,0%
• Funktionsprüfung 90,5%
• Hochspannungsprüfung 99,8%
• einzelne Bauelemente 91,7%
• ICT (einz. Bauelemente) 98,8%
• Klima/Dauerlauf/BurnIn 99,5%

• Q-Prüfung 98,8%

• für konkrete Baugruppe (Bsp.)
• Funktionsprüfung 99,92% (13.882 Bgr. 11x NIO)

ABER … Problem Datenerfassung
• möglich auch für einen Kunden
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Fazit
Mit einer Vielzahl von Prüfprozessen kann eine hohe Prüfabdeckung erreicht werden.
Sie ist die Voraussetzung für eine stressfreie, sichere und reproduzierbare Fertigung.

ABER: Für eine niedrige Fehlerrate ist die Prüfabdeckung  nicht der allein entscheidende Faktor:
• Unterstützung durch die Geschäftsleitung
• beherrschte Prozesse (komplexe organisatorische und personelle Maßnahmen)
• klare vertragliche Regelung von Prüf-Arbeitsgängen (Kosten!)
• feste Verankerung der Prüf-Arbeitsgänge in der Technologie der Baugruppe
• detaillierte Arbeitsvorbereitung (Hinweise in den TECs, Maschinenprogramme)
• Mitarbeiter

• sicheres anwendungsbereites Wissen zu den Technologien und den Abnahmekriterien für 
elektronische Baugruppen (IPC-A-610)

• technologische Disziplin
• wirksame Rückkopplung der Bearbeitungshinweise

• praktikabler Änderungsdienst
• konsequente Auswertung der Kunden-RMAs (Abstellmaßnahmen, 8D-Reports)
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Prüfprozesse und Prüfschärfe bei dresden elektronik

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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